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DataCenter向け全方位PCB戦略

Embedded技術との融合

Embedded PCB Technology

Passive Component

PKG技術とSLP技術の融合

CoWoP Technology
※Chip on Wafer on PCB

※Substrate Like PCB

Serverを構成する
PCB概要

 

 

 
 

  

 
 

Switch Board
超高多層

PKG
Accelerator Board 高多層HDI

Main Board 高多層

Network Board 高多層

HBM

Power Supply Board 高多層（厚銅）

NAND Memory Module 高多層HDI
Memory PKG

CPU

PKG

GPU

天童工場

Accelerator Board・
Embedded HDI

高多層HDI基板

石巻工場

PKG、CoWoP
Embedded PKG

FC-BGA基板

ホアビン第2工場

第1工場 第2工場

Main Board（J/V）

高多層基板

ベトナム第4工場

Memory Module・
Accelerator Board

高多層HDI基板

ベトナム第3工場

Memory PKG

WB-CSP基板


